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TAMURA ELSOLD

LOTPASTE

Seit Anfang 2020 fertigt die TAMURA ELSOLD GmbH in einer neu errichteten Lotpastenproduk-
tion in llsenburg unter Reinraumbedingungen mit modernstem Equipment TAMURA Lotpasten in
héchster Qualitdt. Nach nur 10 Monaten zwischen Spatenstich im Mérz 2019 und vollstandiger
Inbetriebnahme stellt dies einen grolSen Schritt im Rahmen der deutsch-japanischen Kooperation
und der seit 2017 bestehenden Mitgliedschaft der TAMURA ELSOLD GmbH in der TAMURA Fa-
milie dar. Europdische Kunden profitieren so noch mehr von der Kombination aus internationalem
Know-How und nun deutlich kiirzeren Lieferwegen.

Die im japanischen Entwicklungszentrum formulierten Lotpasten fiir Druckprozesse bieten fiir na-
hezu jede Anwendung eine Ldsung. Den Schwerpunkt bilden dabei SAC305 T4 Pasten (TLF-204),
wobei andere KorngrdlSen auf Kundenwunsch verfiigbar sind, angefiihrt von der TLF-204-171AK
mit optimaler Druckbarkeit auch bei hohen Geschwindigkeiten und exzellenten Létergebnissen.

Neben diesen und weiteren nun in Deutschland produzierten Lotpasten fiir Druckprozesse bie-
ten die bekannten Ansprechpartner der TAMURA ELSOLD GmbH selbstversténdlich auch eine
umfangreiche Beratung und Support fiir die weiteren TAMURA Lotpasten fiir spezielle Prozesse
und mit besonderen Eigenschaften, sei es fiir Hochleistungs-Jet-Dispensprozesse, das Laserldten
oder fiir Anwendungen mit hoher thermischer und dynamischer Belastung.




TLF-204-171AK
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TLF-204-111M

Robust und Hell
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e Ausgewogene und robuste
Eigenschaften
¢ Helle und duktile Flussmittelriickstande
e Uberlegen bei einfacher Ofentechnik
und kurzen Ofenprofilen

e Sicherheit gepriift durch SIEMENS CT

Lieferformen und Allgemeine

Produktinformationen

Lotpasten zum Drucken

e Stiilpdeckeldosen 500 g
weild / weild-gelb

¢ Schraubdeckeldosen 500 g
tirkis, gelb, griin, weild

e Pro-Flow Kassetten

e Kartuschen 6 oz

e Kartuschen 12 oz

Lotpasten zum Dispensen
e Syringes 10 cc RN E
e Syringes 30 cc ‘

Bei Bedarf fragen Sie bitte fiir alle
Lotpasten auch andere KorngroBBen,
Legierungen und Flussmittelge-
halte/Viskositéten an. Wir freuen
uns (fast) alle Wiinsche zu erfiillen.




TLF-204-191

Aktiv fiir eine perfekte Benetzung

S0000

Schmelz-
Farbe.der verhalten Lotkugeln
tman hip Side Ball
rﬁckstﬁnde/’f,, \"'P
Druck ) Lot-
Stencil Time “Mausbreitung
Bestiickung I
Tack Time \\ Eam g
Klebrigkeit——___ iP

Void
e Exzellente Benetzung auf
verschiedensten, auch schwerer
benetzbaren Materialien
¢ \ermeidung von Benetzungsfehlern
und Lotproblemen
e Perfekt flir schwierige Létaufgaben

Messing

Legierung 42
Nickel-Eisen

Nickel
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TLF-204-GTO1

Avoid a Void
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e Fxzellente Void Reduktion,
unabhangig vom Lotprofil
e Perfekt fir QFN
e Schnelles Drucken &
Zuverlassiges Loten
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TLF-204-NH(20-36)

Halogen- und Halogenid-Frei
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¢ 100% Halogen- und Halogenid-frei
e Hdchste Sicherheit gegeniiber
Korrosion und Elektromigration




TLF-204-203

Flir Pin-In-Paste-Prozesse
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Schmelz-
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e Stabile Pasten im Pin-in-Paste/Through-Hole
Reflow Prozess ohne Abtropfen

e Hohe Zuverlassigkeit durch
rissfreie Flussmittelriickstande bel
Thermowechselbelastung

s ILF-204-203

Flussmittelriickstdande nach -40°C / +125°C 1000 Zyklen

Vorheizen

60°C




GP-213-NH15S

Low-Silver

00000

Schmelz-

Farbe der verhalten Lotkugeln

Flussmittel- T .
rickstinde /~——_~Chip Side Bal

Druck / / Lot-
;
™,

b

Stencil Time| [ N | |ausbreitung

Bestiickung

. AN /7 /Benetzun
Tack Time ™ 9

¢ Halogen- und Halogenid-frei
e Nur 1% Silber fir reduzierte Kosten
e Perfekt fiir Consumer Electronics und

WeilRe Ware
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TLF-204-GTS-VR1

Anti-Riss Flussmittel
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Schmelz-
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e Rissfreie Flussmittelriickstande auch
bei hohen dynamischen Belastungen

e \erhinderung von rissbedingter
Korrosion und Elektromigration

e Unterstlitzung der Verbindungs-
zuverlassigkeit durch Adhdsion und
mechanische Stabilitdt der Riickstande

basints Lompasts TLF-204-GTS-VR1

Flussmittelriickstande nach -40°C / +125°C 1500 Zyklen

Keine rissinduzierte Elektromigration bei TLF-204-GTS-VR1
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Konventionelle Rosin-
basierte Lotpaste

0  Zyklen-40°C| 125°C 2000

Scherfestigkeit [MPa]
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Volistandiges Versagen [%] Il <l

TLF-287-GTS-VR6
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® | egierung #287: E
Der neue Mal8stab fir Zuverlassigkeit

Ste Zuverlassigkeit
e Rissfreie Flussmittelriickstande auch
bei hohen dynamischen Belastungen
e Verhinderung von risshedingter
Korrosion und Elektromigration
e Unterstitzung der Verbindungs-
zuverldssigkeit durch Adhé&sion und

mechnische Stabilitat der Riickstande
SAC305 B

100%

I
Wetthewerbs Wettbewerbs
SACSbBiNi SACSbBINT =

50% 7257 ‘
A4

o ve® ° A I SAC305 #2817
0%l <<<<<g »2r%--- — Schmelzbereich [°C]  217-219  209-226

1000 2000 3000 Zugfestigkeit [MPa] 41 99
Zyklen -40 | 125 °C Rissanteil [%] 956 47.0 a

3000 Zyklen -40 | 125 °C



LSM10 Serie
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e [Extrem geringes Spritzen
e Perfekt fir schnellste Aufheizung
e Typische Lotzeit: 0,3 sec.
. Einfache Reinigung (wenn gewiinscht)
\ e Absolut stabiles Dispensen fur tber
30.000 Schuss
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,/;7 Verbesserte Stabilitdt und geringstes Slumping,

—  LSM10-204-NHo3:

bestens geeignet auch fiir Heizplatte, IR, ...

W LSM10-204-02:
Verbesserte Benetzung, auch flir schwierig zu
|6tende Oberflachen

/e LSM10-401-02W-TR1:
. SnBi58 T3 (in Entwicklung)

lot-
Prozess

Automatisierung
mit
hdherer Qualitat i
und Spot
Prozessstabilitat
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JDS Serie

Jet Dispens Paste
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e Perfekt geeignet fiir
MY600 und MY700

e Einfach einstellbare Dispenskontur
und -Volumen

¢ 180 Tage Haltbarkeit

e \\eitere Jet Pasten flir andere
Jet Systeme auf Anfrage verfligbar

JDS204F-MJ21-HF

e 15(15-25 um)

e 315-520 ym dot size
e 300-400 dot/sec.

JDS204G-MJ21-HF
e 16" (8-18 um)

e 190-250 ym dot size
e 700-250 dot/sec.

Konventionelle Paste
| 2

Paste der JDS Serle
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AP-10-Serie

Fiir Blei und Bismuth
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e Perfekt fir bleihaltige Lotpasten und
niedrigschmelzende SnBi-Lotpasten

e /um Drucken und Dispensen

e Angepasste Varianten fir jede

Anwendung
e Sicherheit geprift durch SIEMENS CT

Print Dispens
BiSn42Ag1  137-139°C_ T3 90.0% 865%
H _ (o) 0,
+SAC305 einstellbar

T4 88.0% 88.0%

0 0

T4 90.0% 87.5%
0,

e



AP-20 Serie

SM-388 Serie
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e /um Drucken und Dispensen

e Angepasste Varianten fir jede
Anwendung

e Sicherheit gepriift durch SIEMENS CT

e AP-20: 100% Halogen- and
Halogenidfrei fur héchste Sicherheit
gegeniber Korrosion und
Elektromigration

e SM-388: Verbesserte Akivitat und
Benetzung

Print Diqppnq
SAC305  217-219°C T3~ 885% 870%
T4 88.0% 86.0%
15 87.5% 86.0%
16 87.0% 86.0%

0

gt y 2A
Bis? M‘f AELgOLD

Charge
Haarstm.ﬁﬂ olDEH PASTE

Neffo:

500

T sy | VB | -m-lri-ﬂl

JURA ELSOLD

mada in Gormany | ﬂwummn-ul
"Wl-l:lm qu u.. .u sbe _w unwu
.I 5 i an




D
TA/MY2A
A\ELSOLD®

Huttenstrale 1 | 38871 llsenburg
Deutschland

Tel. +49(0) 3945248790
E-Mail info@tamura-elsold.de
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